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Nazwa Organizowanego Szkolenia:

IPC-7711A/7721A — Naprawa i Modyfikacja Uk adow Ei®nicznych oraz P yt

Drukowanych — Komponent I&II

Sesje Szkoleniowe z Wykazem Niektérych, Istotniejgeh Zagadnie :

Wst p, wprowadzenie,
Instytucje zajmuj ce si standaryzacj bran y elektronicznej
Polityka i procedury profesjonalnych szkole i certyfikacji IPC,

Terminy i definicje wyst puj ce we wspo czesnych standardach
elektronicznych

Klasy produktéw,

Klasyfikacja po cze elektronicznych,

Konstrukcje specjalistyczne,

Metodologie inspekcji,

Narz dzia powi kszaj ce i owietlenie,

Narz dzia i materia y,

Obs ugiwanie Zespo 6w Elektronicznych
Podstawowe zasady BHP obowiij ce na stanowisku pracy,
Definicja wy adowania elektrostatycznego i przem elektrycznego,
Zapobieganie  wy adowaniu  elektrostatycznemu i przep
elektrycznemu,
Bezpieczna stacja robocza poddm wy adowa elektrostatycznych,
Uszkodzenia fizyczne zespo 6w elektronicznych,
Zanieczyszczenia zespo 0w elektronicznych,
Obs ugiwanie zespo 6w elektronicznych po lutowaniu,
Film IPC,

Budowa i konfiguracja p ytek drukowanych
materia podstawowy,

p ytka jednostronna bez metalizaciji,

p ytka dwustronna bez metalizacji,

p ytka dwustronna z metalizagj

p ytka wielo-warstowa,

p ytka elastyczna,

Podstawy lutowania:
Informacje ogdlne,
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Spoiwa o owiowe,

Spoiwa bezo owiowe,

Anomalie lutowania,

R6 nica miedzy spoiwami o owiowymi i bezo owiowymi,
Rodzaje topnikow,

Rodzaje komponentéw elektronicznych
Komponenty przewlekane,
Komponenty powierzchniowe,

Obs uga stacji lutuj co-rozlutowuj cych

Rodzaje stacji lutowniczych,

Rodzaje stacji rozlutowugych,

Budowa grotow,

Podstawowe zasady obs ugiwania stacji lutowniczytdgmontaowych,

Kryteria monta u komponentéw elektronicznych wykonanych w
technologii przewlekanej:
monta komponentu — orientacja pozioma i pionowa,

monta komponentu - formowanie wyprowadze— zagicia

odpr aj ce

monta komponentu — formowanie wyprowadze uszkodzenia
monta komponentu — wyprowadzenia krzy ce si z przewodnikami
monta komponentu — urzizenia DIP/SIP i gniazda

monta komponentu — wyprowadzenia radialne — pionowe

monta komponentu — wyprowadzenia radialne — poziome
radiatory

izolatory i zwi zki termiczne

zabezpieczenie elementu €zenie klejem — elementy podniesione i
podniesione

otwory nie metalizowane — wymagania ogolne

otwory metalizowane — wymagania ogolne

przewody po czeniowe — wymagania ogoélne

film IPC,

Techniki monta u elementéw przewlekanych:
Monta elementéw przewlekanych,
Formowanie, kszta towanie,
Przycinanie wyprowadzekomponentdw,
Monta PGAiz cza:
0 Metoda z wykorzystaniem fali selektywnej,
Film IPC,

Zaj cia praktyczne z montau elementow przewlekanych,

Metody demonta u komponentow przewlekanych:
Usuwanie warstwy pokrywagej:
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Identyfikacja warstwy pokrywagej,
o0 Metoda z wykorzystaniem rozpuszczalnika,
0 Metoda z uszczenia,
0 Metoda termiczna,
0 Metoda cierania/zeskrobywania
o0 Metoda mikro podmuchow (piaskowania),
Demonta komponentéw przewlekanych,
0 Metoda rozlutowywania wykorzystuga podcinienie,
0 Metoda rozlutowywania wykorzystuga podcinienie — cz ciowo
zagi te,
0 Metoda rozlutowywania wykorzystuga podcinienie — ca kowicie
zagi te,
o Ca kowicie zagite — metoda prostowania,
o Ca kowicie zagite — metoda z wykorzystaniem tay,
Demonta z czai PGA,
Metoda z wykorzystaniem fali selektywnej,
Film IPC,

Zaj cia praktyczne z demontau elementow przewlekanych,

Kryteria monta u komponentéw elektronicznych wykonanych
w technologii powierzchniowej:
monta komponentow z wykorzystaniem Kleju
monta komponentow chip z zakozeniami tylko dolnymi,
monta komponentow chip z zakozeniami wystpuj cymiz 1, 3lub 5
stron,
monta komponentow MELF,
monta komponentow o wielo-wypustowych wyprowadzeniach,
monta komponentdw o wyprowadzeniach utworzonych z peski
ta my ukszta towanych w kszta cie skrzyd a mewy irlite,
monta komponentow o wyprowadzeniach w kszta cie litery J
monta komponentow o wyprowadzeniach neowych uformowanych
w kszta cie skierowanej do wewrz litery L,
monta komponentoéw o wyprowadzeniach w kszta cie litery |
komponenty chip — montav stosy i do gory nogami,
anomalie lutowania komponentéw powierzchniowych —akb
WSpO p aszczyznowai,
przewody po czeniowe — wymagania ogoélne

Techniki monta u elementéw powierzchniowych:

Monta komponentu Chip,
0 Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej,
0 Metoda punkt-punkt,

Monta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie skrzydeavy:
0 Metoda wielu wyprowadze— gérna powierzchnia wyprowadzeni
o Metoda wielu wyprowadze— ko cowka palca,
0 Metoda punkt-punkt,

D
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0 Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej/goe powietrze,
o Ko céwka (grot) w ksztacie haka/drut lutowniczy
wyprowadzeniu,
o Grot ostrzowy z drutem,
Monta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie litery J:
0 Metoda z wykorzystaniem drutu lutowniczego,
0 Metoda punkt-punkt,
0 Metoda z wykorzystaniem pasty lutowniczej/goe powietrze,
0 Metoda wielu wyprowadze
Usuwanie zwar.
0 Metoda przecigania ko cowki (grota),
0 Metoda ponownego rozprowadzania,
0 Metoda przecigania ko cowki (grota),
0 Metoda ponownego rozprowadzania,
Film IPC,

Zaj cia praktyczne z montau elementow powierzchniowych,

Metody demonta u komponentéw powierzchniowych:
Demonta komponentu Chip,

o Rozwidlona kocéwka (grot),

0 Metoda z wykorzystaniem termopincety,

0 Metoda z wykorzystaniem garego powietrza,

Demonta komponentu bezn&owego,

0o Metoda z owijaniem lutowiem,

0 Metoda z topnikiem,

Demonta komponentu SOT,

0 Metoda z topnikiem,

o0 Metoda z topnikiem — termopinceta,

0 Metoda z wykorzystaniem ezki do nadmuchu gocego powietrza
Demonta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie skrzychawy
(wyprowadzenia z dwoch stron),

o Metoda z mostkiem lutowniczym,

Metoda z owijaniem lutowiem,
Metoda z topnikiem,
Metoda z topnikiem — termopinceta,
Metoda z mostkiem lutowniczym — termopinceta,
Metoda z owijaniem lutowiem — termopinceta,
0 Metoda z topnikiem — termopinceta,
Demonta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie skrzychawy
(wyprowadzenia z czterech stron),
0 Metoda z mostkiem lutowniczym - przyssawka,
Metoda z mostkiem lutowniczym — napie powierzchniowe,
Metoda z owijaniem lutowiem — przyssawka,
Metoda z owijaniem lutowiem — najgie powierzchniowe,
Metoda z topnikiem — przyssawka,
Metoda z topnikiem — naptie powierzchniowe,

O O O0OO0oOo

O O O0OO0oOo
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o
o
o

o

Demonta komponentu z wyprowadzeniami w kszta cie litery J,

o

O O O0OO0O0o

o

Demonta gniazda PLCC,

o
o
o
o

Przygotowanie pél lutowniczych SMD,

o

o
o

o
o
o

Film IPC,
Zaj cia praktyczne z demontau elementoéw powierzchniowych,

Techniki napraw p yt drukowanych:
P cherze i rozwarstwienia

Naprawa wygicia i skr cenia,

Naprawa rozwarstwienia/pherza — metoda wstrzykiwania,
Naprawa materia u podstawowego.

Naprawa podniesionych przewodnikow,

Metoda z mostkiem lutowniczym — termopinceta,
Metoda z owijaniem lutowiem — termopinceta,
Metoda z topnikiem — termopinceta,

Metoda z wykorzystaniem garego powietrza,

Metoda z mostkiem lutowniczym — termopinceta,

Metoda z mostkiem lutowniczym — napie powierzchniowe
Metoda z owijaniem lutowiem — termopinceta

Metoda z owijaniem lutowiem — najgie powierzchniowe
Metoda z topnikiem — termopinceta

Metoda z zastosowaniem tylko topnika i pobielorejddwki,
Metoda z wykorzystaniem garego powietrza

Metoda z mostkiem lutowniczym,

Metoda z owijaniem lutowiem,

Metoda z topnikiem,

Metoda z wykorzystaniem ¢zki do nadmuchu gocego powietrza

Przygotowanie pol lutowniczych SMD — metoda pojerhayo
oczyszczania,

Przygotowanie pol lutowniczych SMD — metodagea,
Usuwanie lutowia z powierzchni pol lutowniczych —etoda 2z
wykorzystaniem tany,
Wyréwnywanie pola lutowniczego,
Pobielanie pola SMT,
Oczyszczanie pol SMT,

o Naprawa rozwarstwienia/pherza — metoda wstrzykiwania

0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,
0 Metoda transplantacji obszaru,
0 Metoda transplantacji krawzi,

0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,
0 Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,
0 Przewodnik z folii miedzianej — metoda z wykorzysém
ywicy epoksydowej,
0 Przewodnik z folii miedzianej — metoda z wykorzysém
ta my z klejem,
0 Metoda zgrzewania (spawania),
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o Poprowadzenie przewodu przez p,yt
0o Metoda z tuszem przewodzym,
0 Metoda warstwy wewrirznej,
Naprawa podniesionego pola lutowniczego.
0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,
0 Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,
Naprawa pola lutowniczego.
0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,
0 Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,
Naprawa pola montawego SMD.
0 Metoda z wykorzystaniemywicy epoksydowej,
0 Metoda z wykorzystaniem tay z klejem,
Naprawa otworu metalizowanego.
0 Brak po czenia w warstwie wewirznej,
o Metoda podwojnejciany,
0 Po czenia w warstwie wewtrznej,
ywice epoksydowe — miksowanie i nak adanie
Film IPC,

Zaj cia praktyczne z napraw p yt drukowanych,

Elementy BGA — zaj cia teoretyczne:
szkic historyczny , od kiedy jak i gdzie rozpokzstosowanie uk adow
BGA
wiedza teoretyczna z zakresu typow obudow kompanB@A
prawid owe obchodzenie sz komponentami BGA
procedura pre-backingu , kiedy i w jakich okoliczciach
profile demontau i montau komponentéw BGA , zakresy
dopuszczalne temperatur i czasow
dane z Norm IPC oraz dane producentéw komponent@ B

Elementy BGA — zaj cia teoretyczne:
Rodzaj mediow grzewczych stosowanych w maszynach BG
Typy maszyn i przydatno ich w okrelonych aplikacjach
Przegld maszyn BGA wyspuj cych w Europie
Zastosowania specjalne w maszynach BGA — zastosewwaatu

Elementy BGA — demonta komponentu BGA— zaj cia teoretyczne:
Dobranie technologii demonta
Zabezpieczenie obszaru BGA
Mo liwe problemy wystpuj ce przy demontal komponentu — klejeni
Przygotowanie profilu demonta

1%

Elementy BGA — przygotowanie p yty PCB i komponentwdo monta u —
zaj cia teoretyczne:
usuni cie starego lutowia z padéw PCB
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przygotowanie do nadruku topnika lub pasty, kiehgsgjemy jedn z
wybranych metod wspomagajch proces zwilenia padow w procesie
lutowania

nadruk topnika, nadruk pasty poprzez zastosowagejalistycznych
sit

Elementy BGA — monta komponentu — zaj cia teoretyczne:
dobranie technologii monta
zabezpieczanie obszaru BGA
mo liwe problemy wystpuj ce przy montau komponentéw BGA,
odkszta canie p yt , poprawne zamocowanie
przygotowanie profilu monta

Elementy BGA — metody kontroli monta u — zaj cia teoretyczne
rodzaj sprztu stosowany do kontroli monta komponentu BGA
mo liwe uzyskane wyniki poprawnego/niepoprawnego manta
komponentu BGA
dobranie w aciwej metody kontroli BGA w celu uzyskania
optymalnego efektu

Elementy BGA - reballing — zaj cia teoretyczne:
dlaczego stosowaeballing , zalety i wady
wa ne informacje zanim przygiisz do reballingu
maszyny stosowane do reballingu automatycznego
rozwi zania manualne
dobor sit i rozmiar kulek
dobar profili oraz zalecenia dotyaz demontau komponentu
przeznaczonego do dalszego procesu

Elementy BGA — zaj cia praktyczne:
demonta
0 ocena trudnai demontau BGA
o0 dobdr w aciwej metody demontai komponentu BGA
0 zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia okolic gianego
komponentu
o dobranie w aciwego profilu , modyfikacja w trakcie procesu
o demonta komponentu

oczyszczenie powierzchni, przygotowanie do manta
0 ocena jakoci demontau
o Kklasyfikacja SCRAP/ BER
O usuni cie pozosta ai lutowniczych tam WICK
0 ocena jakoci solder maski oraz metody jej naprawiania

naniesienie topnika, pasty w zat® ci od zastosowa
o metody naniesienia topnika velu
0 zalecenia w nadruku pasty na pola lutownicze
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0 przygotowanie komponentu do monta

monta elementu
0 ocena trudnaci montau komponentu — zamocowanie p yty
0 dobranie w aciwego profilu , uycie zmodyfikowanego profilu
demontau
0 monta komponentu

ocena poprawnai montau,
egzamin teoretyczny,
podsumowanie zaj, wr czenie certyfikatow,

Informacja o Uzyskanych Certyfikatach po Uko czeniu Szkolenia:

Osoby ko cz ce szkolenie otrzymajnastpuj ce certyfikaty:
a) IPC-7711A/7721A CIS - Midzynarodowy Certyfikat IPC,

b) Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowe]

Korzy ci Wnikaj ce z Obytego Szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

Posi d informacje o podstawowych zasadach BHP i o obs ugiwaniu
elementow elektronicznych ze szczegllnym zwrdéceniem uwagi na

zjawiska wy adowania elektrostatycznego i przepi cia elektrycznego,
Posi d informacje na temat rodzajow p yt drukowanych,

Zdob d informacje na temat podstaw Iutowania — o owiowe i

bezo owiowe,
Posi d informacje na temat rodzajow spoiw lutowniczych i topnikow,

Zdob d praktyczne informacje na temat stacji lutuj co-

rozlutowuj cych,
Zdob d informacj o rodzajach komponentow elektronicznych ,

Posi d podstawowe informacje na temat kryteriow monta u elementow

9

tel./fax (054) 4112555 e-madzkolenia@renex.com.phww.renex.com.pl




przewlekanych i powierzchniowych,

Posi d praktyczne umiej tno ci monta u komponentow przewlekanych

I powierzchniowych,

Posi d podstawowe informacje o metodach demonta u elementow

przewlekanych,

Posi d podstawowe informacje o metodach demonta u elementow

powierzchniowych,

Zdob d informacje na temat napraw p cherzy, wygi iskr ce ,
Zdob d informacje na temat napraw otworu metalizowanego,

Posi d informacje na temat napraw materia u podstawowego,

Zdob d informacje na temat napraw podniesionych przewodnikow,
Posi d informacje na temat napraw podniesionego pola lutowniczego,
Zdob d informacje na temat napraw pola monta owego SMD,

Posi d informacje na temat przewodow po czeniowych,

Zdob d informacje na temat ywic epoksydowych — miksowania i

nak adania,

Posi d praktyczne umiej tno ci demonta u komponentow

przewlekanych i powierzchniowych,

Posi d wiadomo ci teoretyczne i umiej tno ci praktyczne dotycz ce

elementéw BGA,

Posi d praktyczne umiej tno ci napraw p yt drukowanych w tym:
laminatu i wad laminatéw, przewodnikéw, pol lutowniczych, instalowania

przewodow po czeniowych,

Czas Trwania Szkolenia:

- 48 godzin (6 dni),

10

tel./fax (054) 4112555 e-madzkolenia@renex.com.phww.renex.com.pl




Charakter Szkolenia:

Szkolenie jest treningiem teoretyczno-praktycznym, trakcie ktorego zostan
zastosowane powszechne metody dydaktycznekzuaj ce efektywno szkolenia
tj. praca w grupach, obsuga stacji lutg-rozlutowujcych, analiza elementow

elektronicznych — przewlekanych i powierzchniowychpaliza typoéw p ytek

-

drukowanych, analiza nowych technik lutowania eletde przewlekanyc
i powierzchniowych, analiza nowych technik demontalementow przewlekanych
I powierzchniowych, analiza technik napraw p yt ldswanych, analiza naprawy
komponentow BGA. W czasie poszczegolnych zadazestnicy pracowab d
w maych i duych grupach, dyskutug, wspoé pracujc i opracowujc wnioski.
Zdobywanie nowych umiejno ci w trakcie szkolenia ma charakter teoretyczno-
praktyczny, co wymaga prowadzenia zay formie wyk adow, wicze i warsztatow
tak, aby w moliwie najwi kszym stopniu sprzyja y sytuacjom i problemom, kirja

spotka si absolwent szkolenia w realiach wykonywanej pracy

Materia y Szkoleniowe:

Indywidualnie dla kadego uczestnika materiay szkoleniowe w tym wzory

dokumentow i formularzy dowicze , wydruk prezentacji, d ugopis, notatnik.

Pozosta e Pomoce Szkoleniowe:

Laptop z projektorem multimedialnym lub rzutnik lidmi, ekran, flipchart,
flamastry; materiay do tworzenia strefy EPA w tynuza EPA, oznaczenia strefy
wyj cia/wejcia, materiay statycznie bezpieczne, buty, opaskigarstkowe i na
obuwie, rkawice statycznie bezpieczne, fartuchy, krzes aymad ogowe i sto owe,
materiay do tworzenia podogi statycznie bezpiegznpojemniki statycznig
bezpieczne, naklejki na wyposmie, jonizatory, mierniki pomiaru wilgotna,

mierniki pomiaru rezystancji powierzchniowej, mi&in pomiaru wartoci

<

generowanych i zgromadzonych adunkow; pakiety tedeiczne wykonane
technologii przewlekanej i powierzchniowej s ae do ukazania technik demonia

zestawy praktyczne (p ytki komponenty) do tworzemia cze wykonanych w
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do nauki technik demonta po cze wykonanych w technologii przewlekane

gor cego powietrza, g owice do demontakomponentéw elektronicznych, autom
lutownicze, urzdzenia pick&place, rentgeny do sprawdzania BGA ptovaniu,
drukarki szablonowe, topniki, spoiwa lutownicze,rmdzia rczne, rodki do
czyszczenia pakietow elektronicznych, lupy, mikagsk maty sto owy statyczn
bezpieczne, tygle lutownicze, wiertarkicene, wiertarki sto owe, specjalistycz
wiert a do napraw p yt drukowanychywice epoksydowe, klejerodki koloryzuj ce,
ta my kaptonowe, specjalistyczne materiay sag¢ do napraw p yt drukowanyg
chwytaki p yt drukowanych, przewody pozeniowe, tamy klej ce, imada do py

drukowanych

Pozosta e Informacje o Szkoleniu:

Szkolenie realizowane w dwoch formach:
szkolenia otwarte - w siedzibie firmy RENEX ,
szkolenia zamknte — wyjazdowe, realizowane u klienta,
W trakcie szkolenia dla kdego uczestnika zapewniono rownie
obs ug dwéch przerw kawowych,

lunch,
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Informacje Dotycz ce Wielko ci Grupy (w przypadku szkole wyjazdowych,

realizowanych u klientéw):

- minimalna wielko grupy — 13 oséb,

- maksymalna wielko grupy — 18 0sdb,

technologii przewlekanej i powierzchniowej, zestapvgktyczne (p ytki komponenty)

powierzchniowej, stacje lutownicze, groty, stacgelutowuce, stacje nadmuchu

aty

e

ne

—
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